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● 主要オプション
SSP Series

Sputtering Equipment

SSP3000
スパッタ装置

カソード

基板ホルダー

スパッタ電源

ロードロック室 無し トレイ搬送方式
部品追加のみでチャッキング機構まで改造可能

オプション例基本構成
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非磁性材料用カソード 
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磁性材料用カソード 






